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摘要(译)

提供了一种微型LED宏转移方法，一种微型LED显示装置及其制造方
法。 在微LED宏传输方法中，将阵列上的LED芯片分为第一多个LED芯
片和第二多个LED芯片。 LED芯片包括第一表面和第二表面。 配置第一
多个LED芯片，使得它们的第一表面耦合到第一转移基板。 配置第二多
个LED芯片，使得它们的第二表面耦合到第二转移基板。 因此，第一转
移基板将第一多个LED芯片转移至第一转移基板，而第二转移基板将第
二多个LED芯片转移至第二转移基板。
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